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一、X 光是進行材料結構非破壞性檢測的常用光源之一。（每小題 10 分，

共 30 分） 
請說明 X 光源的產生方式。 
如何以 X 光作為光源進行材料的組成分析？舉一例並說明其原理。 
如何以 X 光作為光源分析材料的化學鍵結？舉一例並說明其原理。 

二、對一結晶材料，以 X 光進行繞射分析可以得知材料的晶體結構。 
請說明此技術的分析原理。（5 分） 
比較粉末樣品與磊晶薄膜樣品的 X 光繞射圖譜有何差異？（10 分） 
比較以 X 光和電子束進行繞射分析可能產生那些差異？（10 分） 

三、以顯微鏡觀察材料微結構時，解析度是重要考量因素。 
請問解析度的定義？（5 分） 
為什麼電子顯微鏡的解析度比光學顯微鏡高？（5 分） 
光和電子束的路徑控制方式有何差別？（10 分） 
穿透式電子顯微鏡的解析度是多少？（5 分） 
使用電子顯微鏡有何特殊限制？（5 分） 

四、關於材料衝擊試驗：（每小題 5 分，共 15 分） 
為何衝擊試片多加工成具有凹槽？ 
說明如何從衝擊破斷面判斷材料韌脆性。 
簡單繪出衝擊能量與測試溫度關係。 


